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1. 回路面積，回路性能，配線層数のトレードオフ

2. 伝送線路配線の評価

(a)プロセスへの提案

(b)回路設計への提案

ネットリストから回路の特徴を抽出.
どの長さから伝送線路をもち いれば
よいのかを予測可能.

配置効率を上昇させる

(b)回路設計への提案
最適な配置効率が存在する.

(a)プロセスへの提案
複数のプロセスから選択可能.
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配線長分布モデルによるLSIの性能評価
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配線長分布 配線の長さと本数の関係．回路性能がどのような傾向を持つのかを評価する．

i(l) :配線本数

k&p:Rentの定数

fout:平均ファンアウト

N:ゲート数

経験則より導出される解析式 実チップの配線本数を予測

・ゲート遅延が減少

・配線遅延が増加
LSIの性能は配線に律速される

・消費電力，動作周波数の見積もり
・Xアーキテクチャの性能見積もり
・配置効率の最適化 etc...

応用手段


